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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)归口。
本标准起草单位:珠海全宝电子科技有限公司、咸阳瑞德科技有限公司、浙江华正新材料股份有限

公司、天津晶宏电子材料有限公司。
本标准主要起草人:戴建红、高艳茹、蒋伟、张华、师剑军、曹易、赵元成、曾耀德、李慧娟。
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印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范

1 范围

本标准规定了印制电路用金属基(铝基、铜基)覆铜箔层压板(以下简称金属基覆铜板)的结构和材

料、要求、检验规则、检验方法、包装、标志、运输和贮存等。
本标准适用于印制电路用金属基(铝基、铜基)覆铜板,不适用于印制电路用铁基覆铜板。印制电路

用其他金属基覆铜板和微波电路用金属基覆铜板可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2036 印制电路术语

GB/T2040 铜及铜合金板材

GB/T2059 铜及铜合金带材

GB/T3198 铝及铝合金箔

GB/T3880 一般工业用铝及铝合金板、带材

GB/T4722—2017 印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法

GB/T4957—2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T5230 电解铜箔

SJ20780—2000 阻燃型铝基覆铜箔层压板规范

3 术语和定义

GB/T2036界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热导率 thermalconductivity
λ
稳态导热条件下,热流密度与温度梯度之比,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)]。
注:材料的热导率随温度的变化而变化,因此需同时给出测量热导率时材料的平均温度。

3.2
热阻抗 thermalimpedance
表观热阻

两等温界面间的温差(Δt)除以通过两等温面的热流密度(q),单位为开尔文平方米每瓦(K·m2/W)。

3.3
热流密度 heatfluxdensity
q
单位时间内通过单位面积(A)传递的热量(Q)称为热流密度,用q=Q/A 表示。单位为瓦每平方

米(W/m2)。
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